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二、说明、目录、图表目录
中企顾问网发布的《2024-2030年中国芯片市场评估与投资战略研究报告》共十三章。首先介

绍了芯片行业市场发展环境、芯片整体运行态势等，接着分析了芯片行业市场运行的现状，

然后介绍了芯片市场竞争格局。随后，报告对芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了

芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对芯片产业有个系统的了解或者想投资芯片行业，本

报告是您不可或缺的重要工具。  本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调

查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计

数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据

库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。     报告目录：  第一章　芯片

行业的总体概述  1.1　基本概念  1.2　制作过程  1.2.1　原料晶圆  1.2.2　晶圆涂膜  1.2.3　光刻

显影  1.2.4　掺加杂质  1.2.5　晶圆测试  1.2.6　芯片封装  1.2.7　测试包装     第二章　2018-2022

年全球芯片产业发展分析  2.1　2018-2022年世界芯片市场综述  2.1.1　市场特点分析  2.1.2　全

球发展形势  2.1.3　全球市场规模  2.1.4　市场竞争格局  2.2　美国  2.2.1　全球市场布局  2.2.2

　行业并购热潮  2.2.3　行业从业人数  2.2.4　类脑芯片发展  2.3　日本  2.3.1　产业订单规模 

2.3.2　技术研发进展  2.3.3　芯片工厂布局  2.3.4　日本产业模式  2.3.5　产业战略转型  2.4　韩

国  2.4.1　产业发展阶段  2.4.2　技术发展历程  2.4.3　外贸市场规模  2.4.4　产业创新模式  2.4.5

　市场发展战略  2.5　印度  2.5.1　芯片设计发展形势  2.5.2　政府扶持产业发展  2.5.3　产业发

展对策分析  2.5.4　未来发展机遇分析  2.6　其他国家芯片产业发展分析  2.6.1　英国  2.6.2　德

国  2.6.3　瑞士     第三章　中国芯片产业发展环境分析  3.1　政策环境  3.1.1　智能制造政策 

3.1.2　集成电路政策  3.1.3　半导体产业规划  3.1.4　&ldquo;互联网+&rdquo;政策  3.2　经济环

境  3.2.1　国民经济运行状况  3.2.2　工业经济增长情况  3.2.3　固定资产投资情况  3.2.4　经济

转型升级形势  3.2.5　宏观经济发展趋势  3.3　社会环境  3.3.1　互联网加速发展  3.3.2　智能产

品的普及  3.3.3　科技人才队伍壮大  3.4　技术环境  3.4.1　技术研发进展  3.4.2　无线芯片技术 

3.4.3　技术发展趋势     第四章　2018-2022年中国芯片产业发展分析  4.1　中国芯片行业发展综

述  4.1.1　产业发展历程  4.1.2　全球发展地位  4.1.3　海外投资标的  4.2　2018-2022年中国芯片

市场格局分析  4.2.1　市场规模现状  4.2.2　市场竞争格局  4.2.3　行业利润流向  4.2.4　市场发

展动态  4.3　2018-2022年中国量子芯片发展进程  4.3.1　产品发展历程  4.3.2　市场发展形势 

4.3.3　产品研发动态  4.3.4　未来发展前景  4.4　2018-2022年芯片产业区域发展动态  4.4.1　湖

南  4.4.2　贵州  4.4.3　北京  4.4.4　晋江  4.5　中国芯片产业发展问题分析  4.5.1　产业发展困

境  4.5.2　开发速度放缓  4.5.3　市场垄断困境  4.6　中国芯片产业应对策略分析  4.6.1　企业发

展战略  4.6.2　突破垄断策略  4.6.3　加强技术研发     第五章　2018-2022年中国芯片产业上游

市场发展分析  5.1　2018-2022年中国半导体产业发展分析  5.1.1　行业发展意义  5.1.2　产业政



策环境  5.1.3　市场规模现状  5.1.4　产业资金投资  5.1.5　市场前景分析  5.1.6　未来发展方向 

5.2　2018-2022年中国芯片设计行业发展分析  5.2.1　产业发展历程  5.2.2　市场发展现状  5.2.3

　市场竞争格局  5.2.4　企业专利情况  5.2.5　国内外差距分析  5.3　2018-2022年中国晶圆代工

产业发展分析  5.3.1　晶圆加工技术  5.3.2　国外发展模式  5.3.3　国内发展模式  5.3.4　企业竞

争现状  5.3.5　市场布局分析  5.3.6　产业面临挑战     第六章　芯片设计行业重点企业经营分析

 6.1　高通公司  6.1.1　企业发展概况  6.1.2　经营效益分析  6.1.3　新品研发进展  6.1.4　产品应

用情况  6.1.5　未来发展前景  6.2　博通有限公司（原安华高科技）  6.2.1　企业发展概况  6.2.2

　经营效益分析  6.2.3　新品研发进展  6.2.4　产品应用情况  6.2.5　未来发展前景  6.3　英伟达 

6.3.1　企业发展概况  6.3.2　经营效益分析  6.3.3　新品研发进展  6.3.4　产品应用情况  6.3.5　

未来发展前景  6.4　AMD  6.4.1　企业发展概况  6.4.2　经营效益分析  6.4.3　新品研发进展 

6.4.4　产品应用情况  6.4.5　未来发展前景  6.5　Marvell  6.5.1　企业发展概况  6.5.2　经营效益

分析  6.5.3　新品研发进展  6.5.4　产品应用情况  6.5.5　未来发展前景  6.6　赛灵思  6.6.1　企

业发展概况  6.6.2　经营效益分析  6.6.3　新品研发进展  6.6.4　产品应用情况  6.6.5　未来发展

前景  6.7　Altera  6.7.1　企业发展概况  6.7.2　经营效益分析  6.7.3　新品研发进展  6.7.4　产品

应用情况  6.7.5　未来发展前景  6.8　Cirrus logic  6.8.1　企业发展概况  6.8.2　经营效益分析 

6.8.3　新品研发进展  6.8.4　产品应用情况  6.8.5　未来发展前景  6.9　联发科  6.9.1　企业发展

概况  6.9.2　经营效益分析  6.9.3　新品研发进展  6.9.4　产品应用情况  6.9.5　未来发展前景 

6.10　展讯  6.10.1　企业发展概况  6.10.2　经营效益分析  6.10.3　新品研发进展  6.10.4　产品应

用情况  6.10.5　未来发展前景  6.11　其他企业  6.11.1　海思  6.11.2　瑞星  6.11.3　Dialog     第七

章　晶圆代工行业重点企业经营分析  7.1　格罗方德  7.1.1　企业发展概况  7.1.2　经营效益分

析  7.1.3　企业发展形势  7.1.4　产品发展方向  7.1.5　未来发展前景  7.2　三星  7.2.1　企业发

展概况  7.2.2　经营效益分析  7.2.3　企业发展形势  7.2.4　产品发展方向  7.2.5　未来发展前景 
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